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内容概要

本书主要针对图形电镀法和SMOBC法制作印制电路板的工艺，全面讲述了印制电路板制造过程中电镀
铜、镀金、镀锡铅合金等工艺规范和质量控制要点；同时，对与印制电路板制造技术相关的机械加工
、蚀刻工艺、丝网印刷、热风整平等技术要求和规范进行了介绍。
    本书可供电镀企业的工程技术人员和一线工人阅读，也可供从事电镀研究的人员参考。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<印制电路板电镀>>

书籍目录

第1章　印制电路板电镀  1.1　概述    1.1.1　传统的印制电路板电镀流程    1.1.2　直接电镀工艺的出现
及发展  1.2　印制电路板制作过程所涉及的表面涂覆工艺及流程    1.2.1　孔金属化    1.2.2　热风整平技
术  1.3　双面印制电路板图形电镀法    1.3.1　图形电镀法工艺流程    1.3.2　SMOBC工艺流程第2章  印制
电路板的机械加工、制版和图像转移　2.1　印制电路板机械加工    2.1.1　概述    2.1.2　机械加工的分
类    2.1.3　印制电路板冲裁加工    2.1.4　印制电路板钻孔过程中易产生的质量问题    2.1.5　印制电路板
外形加工    2.1.6　机械加工缺陷分析与预防  2.2　照相制版    2.2.1　概述    2.2.2　照相底图的制作    2.2.3
　光绘底版的检验　2.3　光化学图像转移技术　  2.3.1　概述　  2.3.2　光致抗蚀剂　  2.3.3　光致抗蚀
剂膜层的主要成分及作用　  2.3.4　干膜光致抗蚀剂胶膜的应用　  2.3.5  干膜光致抗蚀剂的技术条件  
　2.3.6　图像转移　2.4  印制电路板丝网印刷工艺    2.4.1  印制电路板丝网印刷工艺概述    2.4.2　丝网的
选择    2.4.3　绷网的基本方法及质量要求    2.4.4　丝网印刷刮板的选择    2.4.5  印制电路板丝网印刷中
易出现的故障及纠正方法第3章　化学镀铜　3.1　化学镀铜工艺流程　3.2　化学镀铜前基板清洁处理
工艺  　3.2.1　基板除油　  3.2.2　孔壁处理　  3.2.3　粗化处理　  3.2.4　活化处理　  3.2.5　化学镀铜　
 3.3　化学镀铜层的质量控制    3.3.1　化学镀层结合力    3.3.2　化学镀铜层的韧性    3.3.3  电阻率  3.4　
化学镀厚铜  3.5　化学镀铜容易出现的几个质量问题  3.6　化学镀铜溶液的日常维护　⋯⋯第4章  电镀
铜第5章  电镀锡铅合金第6章  印制电路板蚀刻工艺第7章  印制板插头镀金第8章  印制电路板化学镀镍
金第9章  热风整平技术第10章  印制电路板镀层的一般技术要求及检验方法附录参考文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<印制电路板电镀>>

章节摘录

　　第1章　印制电路板电镀　　1.1　概述　　印制电路板(简称为印制板)是电子工业重要的电子部件
之一。
各种电子设备，小到民用计算器，大到工业用电子计算机，以及日益发展的通讯电子设备、国防电子
系统，只要有集成电路等电子元器件，为了实现它们之间的电气互连，都会使用印制电路板。
印制电路板的设计与制造质量直接影响到整个产品的质量和成本，同时也影响到各种电子设备的可靠
性。
印制电路板从单面发展到双面、多层和挠性板，并仍然保持各自的发展趋势。
由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展，不断缩小体积，降低成本，提高性能，印制电路
板在未来电子设备发展过程中，仍能保持强大的发展空间。
　　1.1.1 传统的印制电路板电镀流程　　印制电路板能形成工业化、规模化生产，最主要是由于国际
上一些知名公司在20世纪60年代推出的有关化学镀铜的专利配方以及胶体钯专利配方。
印制电路板通孔采用化学镀铜为其工业化、规模化生产以及自动化生产打下良好的基础。
它也成为被各生产企业所接受的印制电路板制作基础工艺之一。
　　（1）图形电镀法　　覆铜箔→钻孔→去毛刺→表面清整处理→弱腐蚀→活化→化学镀铜→全板
镀铜→蚀刻电镀图形成像→图形电镀铜→镀锡铅或镍铅或镍金→退除抗剂→蚀刻→热熔→涂阻焊层　
　（2）全板电镀法
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